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１．概要（Summary） 

本研究では光集積回路の新規光源として注目されるマ

イクロ光周波数コム（マイクロコム）[1]の開発を目指してい

る。マイクロコムは従来の光周波数コムが抱える課題（サイ

ズや価格）を解決しうる光周波数コムであり、マイクロコム

により、光周波数コムの長所である“超精密”と“光集積”

が融合し、新規応用が実用に近い形で開拓されることが

期待されている。マイクロコムの発生には低損失の光導波

路を構成する微小共振器が必要であり、本課題では

Ta2O5による低損失微小共振器の開発を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

磁気中性線放電ドライエッチング装置、超高分解能電解

放出形走査電子顕微鏡、深掘りドライエッチング装置 2、

レーザダイシング装置 

【実験方法】 

微小共振器の損失をレーザーを使って評価するために、

エッチングにより光導波路を形成後、レジストの除去、チッ

プの小片化を行った。特に、小片化の際、チップの端面

は光の入出力ポートになるため、垂直性を重視し、その手

法として深掘りエッチングによる端面出し、レーザーダイシ

ングによる端面出しの 2種の方法について比較を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

フォトレジストの除去ではウェット＋アッシングを行うこと

で、残留レジストやデポ物もなく、綺麗にフォトレジストを

除去することができた（Fig. １）。Fig. 2 に深掘りエッチン

グとレーザーザーダイシングによる端面出しの結果を示す。

深掘りエッチングでは、サイドエッチング、Ta2O5の後退が

観測された。一方、レーザーダイシングによる端面出しで

はサイドエッチ、Ta2O5 の後退は見られなかった。以上よ

り、今後は光を入れて損失テストをする際はレーザーダイ

シングによる手法を使用することにする。 

本課題までで光導波路の作製から光を用いた損失テス

トまでの一連のプロセスを通すことができたので、以降は

低損失を追求するために、レシピ（特にエッチング周り）の

最適化を行う予定である。 

 

Fig. 1 SEM images of optical waveguides. 

 

 

Fig. 2 SEM images of chip facets by deep RIE 

etching (left) and laser dicing (right). 
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